
[image: image1.emf]九十四年度教育性晶片製作申請及審查流程



第一週星期二~

星期三完成

申請資料審核無誤



第一週星期四~

第二週星期四

完成

申請晶片製作前之準備

1. 從CIC網站下載申請表格,詳細閱讀申請須知及說明, 並

    填寫所有項目

2. 確認指導教授及申請者已在CIC網站加入會員

3. 確認指導教授已申請該製程並授權申請者使用

4. Layout完成,且已依Tapeout Review Form通過驗證

, 

於

tsmc

下線者並需符合可允許之

DRC

錯誤狀況

/

假錯列表

    網站規定

(http://www2.cic.org.tw/chip_fabrication/

index.html)

5. 檢查是否有缺交測試報告不得下線紀錄

6. 檢查已向學校申請成績計分點名單

申

請

者

準

備

附註;

*  為使申請者能充分檢驗IC設計案，Tapeout Review Form需確實

填寫，若發現內容與技術資料不符者,直接列入不受理名單

* 

未符合

tsmc

可允許之

DRC

錯誤狀況

/

假錯列表網站規定者亦直接列

   入不受理名單

申請晶片製作

1. 利用ftp上傳技術資料  

2. 利用ftp上傳申請書電子檔(請使用Word格式)

3. 親送或以限時掛號郵寄申請表格(1/2, 2/2)、成績計分

    點名單， 及智慧財產權切結書

(表格、點名單及切結書須蓋系所章及指導教授簽章)

4. 請至網址(http://www2.cic.org.tw/~shuttle/

chipworks/)確認上傳資料正確與閉鎖目錄

申

請

者

準

備

申請案資料完整性審核及建檔

1. 審查ftp電子檔及郵寄之文件是否齊全

2. 審查申請書內容是否填寫完整(設計內容未包含規定之

章節者,視為內容不完整)

3. 確認填寫資料正確性

C

I

C

處

理

公布申請者資料及不受理申請名單

1. 檢查申請文件及整理不受理名單與原因

2. 第一週星期四下午於網站並Email公布通過資料審核名   

    單及不受理申請之名單

C

I

C

處

理



第一週星期四

公布名單

申請案技術資料初審

1.審查技術資料內容是否有誤, 並檢查Tapeout Review 

Form內容是否正確

2.審查設計書內容是否描述完整

3.Tapeout Review Form內容與技術資料不符，不受理該

申請案。

4.審查設計書內容與佈局檔是否符合，若發現書面申請

技術資料與佈局內容不符，不受理該申請案。

C

I

C

處

理



教育性申請處理

時間從截止日(星

期一)起至下線約

需五~六週



以下對時間之描

述是以申請截止

日當週稱為第一

週



前二週公佈事前

說明會講義



教育性申請截

止日(星期一)前

完成

至第二頁

附註;

*  CIC網站(http://www.cic.org.tw)舊版網頁左邊選項點選「晶片製

作」,可申請及下載製程資料(限教授)，可下載事前說明會講義

及申請表格,可查詢缺交測試報告、最近五次下線記錄測試結果

及paper credit…(請多加利用)

* 「講義」係針對晶片製作申請流程及注意事項所撰寫。將於每梯

次的教育性或測試元件晶片申請截止前一週公佈；方便申請者及

早作準備，版本如有更新，並加註頁碼及說明，歡迎多加利用。

附註;

*  CIC網站舊版網頁左邊選項點選「晶片製作」, 提供申請書完整範

例,請申請者參考

*申請繳交之文件,除申請表格及智慧財產權切結書需繳交書面資

料外, 技術資料及申請書電子檔用ftp傳送即可。

*逾期申請者不受理該申請案.

*為避免審查作業處理不及, 申請者請務必於申請前仔細檢查設計

案, 並於申請截止日前完成應繳交之書面資料及上傳電子檔, 申請

後不再接受已申請案之更新.

資

料

不

齊

或

有

問

題

1. 文件不齊全或申請書填

寫不完整,不受理該申請

案

2. 書面資料審查發現內容

錯誤者, 不受理申請案

 列入不受理名單
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十週後

晶片量測及撰寫測試報告

1. 晶片製作完成後, 以郵寄方式寄送

2. 申請者於收到晶片後, 需在2個月內測試晶片, 並繳交

晶片測試報告. 教育性晶片測試報告格式請參考CIC網

頁中, 「晶片製作」選項的申請表格下載.

3.測試報告需詳細描述測試之結果並分析其內容, 報告

需與申請設計書模擬結果及預計規格比較, 並提供最

後測試之結論(Function Work/Partial Work/Fail).

4.CIC會詳細評估報告之內容, 對於報告內容不足或不正

確者, 將會要求申請者重新繳交詳實之測試報告, 若未

繳交者視為缺交報告處理.

5.對於部分需更長之量測時間(如MEMS Design需後製程

處理), 請在收到晶片後2星期內提出延長量測時間申

請, 申請者需附上量測時間延長理由及指導教授簽名, 

CIC於收到申請後, 依實際情形酌情給予延長1個月.

申

請

者

準

備

安排下線晶片

1. 各類製程因晶片製作面積有限，故晶片製作之優先順

序如下(同等級者依Paper Credit排定優先順序)：

A. 參加審查會及書面審查評審為A(極力推薦)前瞻性

晶片製作

B. 參加審查會及書面審查評審為B(推薦)前瞻性晶片

製作

    C. 參加審查會及書面審查評審為C(勉予推薦)前瞻性

        晶片製作及免審查前瞻性晶片製作

D. 教育性晶片製作及RF Test Key製作

2.教育性晶片製作雖下線優先順序最低, 為能提供課程

教育, 仍會保留最低約1/10晶片面積使用率.

3. 教育性晶片製作雖下線優先順序最低, 為能提供課程

    教育, 仍會保留最低約1/10晶片面積使用率.

4. 測試元件晶片製作雖下線優先順序最低, 如經委員判

    定該梯次有符合下線資格的晶片則每梯次至少下線一

    顆。

5. 公布晶片下線名單及因未即時修改完成無法下線名單

6. 送交晶片廠製作IC

C

I

C

處

理



第四週~第六週

承接第一頁

附註:

*2005 Chip Credit = (2002~2004 Paper數)/(2001~2003 Chip數)*(1 

+ 2004 work chip % * 1)

  Paper包含：Journal-Paper(國內外)、Conference-Paper(國內外)、

  Patent(國內外)、技術移轉(國內外)。

* 學校教授如擔任晶片製作審查委員，負責書面審及出席審查會則另計

  Service Credit

* 

Total Credit = Chip Credit + Service Credit
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